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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Leiterplatteneinrichtung fur einen Festkdrper-Bildsensor eines efektronischen Endoskops 

(§7) Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiterplatteneinrich- 
tung fur einen Festkdrper-Bildsensor (8) in etnem efektroni- 
schen Endoskop, bei dem die mit Hilfe des Festkdrper-Btld- 
sensors (8) erzeugten Videosignale auf einen Monitor Gber- 
tragen werden. Die Leiterplatteneinrichtung weist einen 
Tragerkorper (15) auf, der den Festkdrper-Bildsensor (8) 
aufnimmt, sowie an einem Ende eine Nut (18), die an ihrer 
oberen und unteren Seite Kontaktflachen tragt, die mit dem 
Festkdrper-Bildsensor (8) in Verbindung stehen. Ein Substrat 
(17, 25) mit an beiden Hauptflachen vorgesehenen Leitungs- 
mustern laSt sich in die Nut (18) hineinstecken, urn die 
Leitungsmuster mit dem Festkdrper-Bildsensor (8) zu verbin- 
den. Wird mit Hilfe des Festkdrper-Bildsensors (8) ein Bild 
seitenverkehrt aufgenommen. so braucht das Substrat (17. 
25) nur seitenverkehrt in die Nut (18) eingefuhrt zu werden. 
Es braucht daher nicht mehr fur jeden Endoskoptyp eine 
feste und aus Tragerkorper und Substrat bestehende Bau- 
einheit hergestellt zu werden. Die Baueinheit weist daruber 
hinaus eine sehr geringe Dicke auf, was eine wettere 
^1 Ourchmesserreduzierung des Endoskops erlaubt. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Leiterplattenein- 
richtung gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 
fiir einen Festkorper-Bildsensor eines elektronischen 5 
Endoskops und insbesondere auf den Aufbau dieser in- 
nerhalb des elektronischen Endoskops vorhandenen 
Leiterplatteneinrichtung, mit der der Festkorper-Bild- 
sensor verbunden ist 

Ein elektronisches Endoskop der genannten Art dient jo 
zur Inspektion von Korperhohlen und kommt insbeson- 
dere im medizinischen Bereich zum Einsatz. Zu Diagno- 
sezwecken werden die mit ihm aufgenommenen Bilder 
auf einem Monitor dargestellt Dabei konnen die Bilder 
unter Verwendung eines Festkorper-Bildsensors er- 15 
zeugt werden, der z. B. ein CCD-(Charged Coupled De- 
vice) Sensor ist und sich an demjenigen Ende des elek- 
tronischen Endoskops befindet das in die Korperhohle 
eingefuhrt wird. 

Der Aufbau dieses Endes des elektronischen Endo- 20 
skops ist in Fig. 5 im einzelnen dargestellt Es handelt 
sich hier um ein herkommliches elektronisches Endo- 
skop. das mit dem Bezugszeichen 1 versehen ist, und 
dessen Endflache ein Beobachtungsfenster 2 zur Inspek- 
tion eines Objekts sowie zur Bildaufnahme aufweist 25 
Ferner befindet sich in dieser Endflache eine Pinzetten- 
Einsetzoffnung 3. Diese Pinzetten-Einsetzoffnung 3 
steht mit einem Kanal 4 in Verbindung, der zur Aufnah- 
me einer Bedienungseinrichtung fiir eine in die Pinzet- 
ten-Einsetzoffnung 3 eingesetzte Pinzette dient. Es ist 30 
somit moglich, aus einer Korperhohle eine Gewebepro- 
be zu entnehmen, und zwar mit Hilfe der in die Pinzet- 
ten-Einsetzoffnung 3 bzw. den Kanal 4 eingesetzten Pin- 
zette, oder dergleichen. 

An der Innenseite des Beobachtungsfensters 2 befin- 35 
den sich hintereinander in Lichteintrittsrichtung gese- 
hen ein Objektiv 5, eine Prisma 7 und ein CCD-Sensor 8, 
der auf einem Trager 9 angeordnet ist Die lichtempfind- 
liche Flache des CCD-Sensors 8 liegt senkrecht zur ge- 
nannten Endflache und an einer Kathetenflache des 40 
Prismas 7, an dessen Hypotenuse das einfallende Licht 
um 90 Grad in Richtung zum CCD-Sensor 8 abgelenkt 
wird Der CCD-Sensor 8 ist leitungsmaBig mit dem Tra- 
ger^ der aus keramischem Material besteht verbondet. 
wobei der Trager 9 den CCD-Sensor 8 gegenuber Um- 45 
gebungseinfltissen schiitzt, beispielsweise gegenuber 
Warme- und Rauscheinfliissen. Der Trager 9 befindet 
sich auf einem Substrat 10, das aus einer steifen Platte 
bzw. Karte besteht und ist leitungsmaBig mit diesem, 
Substrat 10 verbondet Vom Substrat 10 gehen Signal- 50 
leitungen 11 ab. wobei sich auch eine elektronische Ein- 
richtung auf dem Substrat 10 befinden kann. 

Beim oben beschriebenen Endoskopaufbau wird das 
Bild des inspizierten Objekts durch das Beobachtungs- 
fenster 2 hindurch und uber das Objektiv 5 sowie das 55 
Prisma 7 zum CCD-Sensor 8 bzw. auf dessen Abbil- 
dungsoberflache ubertragen, wahrend die vom CCD- 
Sensor 8 gelieferten Videosignale der auf dem Substrat 
10 befindlichen Schaltung zugefuhrt werden. Danach 
werden die Videosignale uber die Signalleitungen 11 zu 60 
einer Prozessoreinheit im Hauptkorper ubertragen. 

Da beim herkommlichen Endoskop die Leiterplatten- 
einrichtung fur den Festkorper-Bildsensor infolge der 
Drahtbondverbindungen integral bzw. fest mit dem 
CCD-Sensor 8 und dem Trager 9 verbunden ist, ist es 65 
allerdings erforderlich, fiir verschiedene Typen von En- 
doskopen unterschiedliche Leiterplatteneinrichtungen 
vorzusehen. Bei einem Endoskop vom Horizontaltyp 
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liegt, wie die Fig. 5 zeigt der CCD-Sensor 8 mit seiner 
Oberflache parallel zur Endoskopachse, die parallel zur 
Lichteinfallsrichtung verlauft, wahrend bei einem Endo- 
skop vom Vertikaltyp der CCD-Sensor 8 mit seiner 
Oberflache senkrecht zur Endoskopachse liegt also 
senkrecht zur Lichteinfallsrichtung. Naturlich kann auch 
das Beobachtungsfenster an verschiedenen Stellen posi- 
tioniert sein. Bei einem Endoskop mit Direktbeobach- 
tung liegt das Beobachtungsfenster 2 z. B. an der axialen 
Stirnseite des Endoskops, wie in Fig. 5 dargestellt wah- 
rend sich bei einem Endoskop mit indirekter Beobach- 
tung bzw. mit seitlichem Beobachtungsfeld das Beob- 
achtungsfenster 2 an einer Seitenoberflache des Endo- 
skops 1 befindet um an der Seite des Endoskops liegen- 
de Korperbereiche inspizieren zu konnen. Wird bei all 
den genannten Typen das Prisma 7 verwendet, so er- 
folgt infolge der Lichtreflexion am Prisma 7 eine seiten- 
verkehrte Abbildung auf der Oberflache des CCD-Sen- 
sors 8, wodurch es wiederum erforderlich wird, die Ver- 
bindung zwischen dem CCD-Sensor 8 und dem Substrat 
10 zu vertauschen, wenn einmal mit und einmal ohne 
Prisma 7 abgebildet werden soil. Eine fiir einen be- 
stimmten Endoskoptyp hergestellte Leiterplattenein- 
richtung laBt sich daher nicht so ohne weiteres fur einen 
anderen Endoskoptyp verwenden. Um andererseits vor- 
bestimmte Schaltungsteile in einem schmalen Endbe- 
reich des Endoskops unterbringen zu konnen, muB bei 
einem Wechsel des Typs des Endoskops das Substrat 10 
geandert werden. Dies erfordert jedoch in den allermei- 
sten Fallen eine vollige Erneuerung der Leiterplatten- 
einrichtung. 

Es besteht ein sehr groBes Bediirfnis nach einem elek- 
tronischen Endoskop, das in seinem Endbereich einen 
moglichst kleinen Durchmesser aufweist. Das her- 
kommliche und in Fig. 5 gezeigte Endoskop kann diese 
Forderung nicht erfullen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lei- 
terplatteneinrichtung fur einen Festkorper-Bildsensor 
in einem elektronischen Endoskop zu schaffen, die bei 
verschiedenen Typen von elektronischen Endoskopen 
verwenden werden kann, die eine Anderung der Spezifi- 
kationen erleichtert und die dazu beitragt, daB der 
Durchmesser des Endoskops verringert werden kann. 

Die Losung der gestellten Aufgabe ist im kennzeich- 
nenden Teil des Patentanspruchs 1 angegeben. Vorteil- 
hafte Ausgestaltungen der Erfindung sind den Unteran- 
spruchen zu entnehmen. 

Eine Leiterplatteneinrichtung nach der Erfindung mit 
einer Tragereinrichtung, die einen an einem Ende eines 
elektronischen Endoskops positionierten Festkorper- 
Bildsensor tragt zeichnet sich aus durch: 

— ein Substrat das auf seinen beiden Seitenflachen 
ein Leitungsmuster tragt 

— eine solche Tragereinrichtung, die an ihrem ei- 
nen Ende eine maulartige Ausnehmung bzw. Nut 
aufweist, in die das Substrat einsteckbar ist, und 

— Verbindungskontakte an der oberen und unte- 
ren Flache der maulartigen Ausnehmung bzw. Nut 
zum Verbinden von Substrat und Tragereinrich- 
tung. 

Nach der Erfindung ist das Substrat an seinen beiden 
Hauptflachen jeweils mit einem Leitungsmuster verse- 
hen, wobei das Substrat in die maulartige Ausnehmung 
bzw. Nut der Tragereinrichtung hineingesteckt werden 
kann, um eine elektrische und mechanische Verbindung 
zwischen Substrat und Tragereinrichtung zu erhalten. 
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Weisen die Verbindungskontakte zur Verbindung von 
Substrat und Tragereinrichtung jeweils Durchgangsoff- 
nungen auf, so lassen sich Substrat und Tragereinrich- 
tung noch sicherer miteinander verbinden, wenn in diese 
Durchgangsoffnungen z. B. ein Lotmittel oder ein lei- 
tender Kleber hineingefullt werden. Lotmittel bzw. lei- 
tender Kleber kommen dabei in Kontakt mit den Lei- 
tungsmustern der Tragereinrichtung und des Substrats, 
so daB neben einer guten mechanischen auch eine ein- 
wandfreie elektrische Verbindung zwischen beiden 
Bauteilen erzielt wird. Substrat und Tragereinrichtung 
sind zunachst separate Bauteile, so daB die Art. wie sie 
miteinander verbunden werden, vom Typ des Endo- 
skops abhangt. Daruber hinaus lassen sich auch unter- 
schiedlich ausgebildete Substrate mit der Tragereinrich- 
tung verbinden, und zwar ebenfalls abhangig vom Typ 
des Endoskops. Mit anderen Worten wird man durch die 
Zweiteilung der Leiterplatteneinrichtung in Tragerein- 
richtung und Substrat flexibler, was die Herstellung der 
einzelnen Komponenten angeht. Die Tragereinrichtung 
kann fur alle Endoskope gleich sein, wahrend mit der 
Tragereinrichtung verschiedene Substrate oder ein und 
dasselbe Substrat in unterschiedlicher Weise verbunden 
werden konnen. Werden Bilder einmal seitengetreu und 
einmal seitenverkehrt auf die Oberflache des Festkor- 
per-Bildsensors abgebildet, so braucht bei seitenver- 
kehrter Abbildung das Substrat gegenuber einer seiten- 
getreuen Abbildung nur umgedreht bzw. seitenverkehrt 
in die Nut der Tragereinrichtung hineingesteckt zu wer- 
den, um jetzt wieder die gleichen Videosignale wie zu- 
vor zu erhalten. 

Nach einer sehr vorteilhaften Ausgestaltung der Er- 
findung besteht die Tragereinrichtung aus drei aufein- 
anderliegenden Schichten, die vorzugsweise Keramik- 
schichten sind, wobei die mittlere dieser Schicht kurzer 
als die anderen ausgebildet ist, um die maulartige Aus- 
nehmung bzw. Nut zu erhalten. Im Falle von Keramik- 
schichten konnen auf die noch rohen FCeramikschichten 
zunachst die Leitungen aufgedruckt werden, beispiels- 
weise durch Verwendung einer geeigneten metallischen 
Paste. Dabei konnen durch die mittlere der Keramik- 
schichten auch Leitungen in deren Dickenrichtung hin- 
durchgefuhrt werden. AnschlieOend werden diese Kera- 
mikschichten aufeinandergelegt und gesintert, um einen 
einstuckigen Korper zu erhalten. Die mittlere der Kera- 
mikschichten weist eine Vertiefung zur Aufnahme des 
Festkorper-Bildsensors auf, wahrend die obere Kera- 
mikschicht im Bereich des Festkorper-Bildsensors ent- 
fernt ist, damit Licht auf die lichtempfindliche Flache des 
Festkorper-Bildsensors auftreffen kann. Auf dieser obe- 
ren Keramikschicht kann eine transparente bzw. Glas- 
platte fest angeordnet sein, um den Festkorper-Bildsen- 
sor zu schutzen. Die genannten Durchgangsoffnungen 
befinden sich im Bereich der maulartigen Ausnehmung 
bzw. Nut innerhalb der oberen und unteren FCeramik- 
schichten, so daB nach Einfuhren des Substrats in die 
maulartige Ausnehmung bzw. Nut das Lotmittel bzw. 
der leitfahige Klebstoff von auQen in die Durchgangs- 
offnungen hineingefullt werden kann. Statt des Lotmit- 
tels bzw. des Ieitenden Klebers konnen auch leitende 
Stifte von auQen in die Durchgangsoffnungen fest einge- 
setzt werden. Die elektrische Verbindung zwischen den 
Leitungsmustern auf dem Substrat und in der Trager- 
einrichtung erfolgt dabei nicht nur durch einfaches An- 
einanderlegen dieser Leitungsmuster, sondern zusatz- 
lich uber das Lotmittel, den Ieitenden Kleber oder die 
Ieitenden Stifte. Hierdurch wird eine noch bessere Kon- 
taktierung erhalten. Die Kontaktleiste des Substrats, al- 



so derjenige Bereich. der in die Nut eingefuhrt werden 
soil, kann gegenuber dem restlichen Substratbereich 
auch abgewinkelt sein, um den restlichen Substratbe- 
reich hinter der Tragereinrichtung und nicht seitlich von 
5 ihr positionieren zu konnen. 

Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme 
auf die Zeichnung naher beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1(a) und 1(b) den Aufbau einer Leiterplattenein- 
richtung fur einen Festkorper-Bildsensor eines elektro- 
io nischen Endoskops nach der vorliegenden Erfindung, 
wobei die Fig. 1(a) eine perspektivische Ansicht der Lei- 
tenplatteneinrichtung und die Fig. 1(b) einen Schnitt 
durch ein elektronisches Endoskop vom Horizontaltyp 
mit erfindungsgemaBer Leiterplatteneinrichtung dar- 
ts stellen, 

Fig. 2 einen Langsschnitt durch einen Trager der Lei- 
tenplatteneinrichtung nach den Fig. 1(a) und 1(b), 

Fig. 3 einen Langsschnitt durch ein Substrat, das in 
eine Nut des Trigers hineingesteckt ist, 

20 Fig. 4 einen Schnitt durch ein elektronisches Endo- 
skop vom Elevationstyp mit darin angeordneter Leiter- 
platteneinrichtung nach der Erfindung und 

Fig. 5 einen Schnitt durch ein konventionelles elek- 
tronisches Endoskop. 

25 Die Fig. 1 zeigt den Aufbau eines Ausfuhrungsbei- 
spiels einer Leiterplatteneinrichtung fur einen Festkor- 
per-Bildsensor eines elektronischen Endoskops nach 
der vorliegenden Erfindung. GemaB Fig. 1 ist eine den 
CCD-Sensor 8 aufnehmende Tragereinrichtung 15 uber 

30 ein Abdeckglas 14 mit einem Prisma 7 verbunden. Die 
Tragereinrichtung 15 besteht aus einer Keramikbox und 
tragt den CCD-Sensor 8 innerhalb einer rechteckformi- 
gen Ausnehmung 15A, wobei die elektrische Verbin- 
dung zwischen der Tragereinrichtung 15 und dem CCD- 

35 Sensor 8 durch Bonddrahte 16 hergestellt ist. An einem 
Ende der Tragereinrichtung 15 befindet sich eine maul- 
artige Ausnehmung bzw. Nut 18, in die eine Leiterplatte 
17 passend eingesetzt bzw. hineingesteckt werden kann. 
Wie anhand der Fig. 2 zu erkennen ist, die einen Langs- 

40 schnitt der Tragereinrichtung 15 zeigt, besteht diese 
Tragereinrichtung 15 aus drei Keramikschichten. Sie 
sind mit den Bezugszeichen A, B und C versehen sowie 
aufeinanderliegend angeordnet. Die rechteckformige 
Ausnehmung 15A zur Aufnahme des CCD-Sensors 8 

45 befindet sich in der zweiten Keramikschicht B, wobei sie 
die zweite Keramikschicht B in deren Dickenrichtung 
nur zum Teil durchsetzt. Die maulartige Ausnehmung 
bzw. Nut 18 kommt in Fig. 2 am rechten Ende der zwei- 
ten Keramikschicht B zu liegen, wobei die Hone der Nut 

so 18 der Dicke der zweiten Keramikschicht B entspricht. 
Ferner entspricht die Hohe der Nut 18 der Dicke des 
Substrats 17, das in die Nut 18 hineingesteckt wird, wie 
die Fig. 3 erkennen laBt. Die Nut 18 wird mit anderen 
Worten dadurch erhalten, daB die erste und die dritte 

55 Keramikschicht A bzw. C die zweite Keramikschicht B 
seitlich uberragen. 

Leitungsverbindungen 20 zur Verbindung des CCD- 
Sensors 8 mit der Tragereinrichtung 15 verlaufen vom 
CCD- Verbindungsteil zur oberen und zur unteren Fla- 

60 che der Nut 18, wie in Fig. 2 gezeigt. Dort sind die 
Leitungsverbindungen 20 durch gestrichelte Linien 
markiert. AnschluB-Durchgangsoffnungen 21 und nicht 
dargestellte Kontaktflachen (sogenannte lands) befin- 
den sich an der oberen Flache und der unteren Fl&che 

65 der maulartigen Ausnehmung bzw. Nut 18 und in Kon- 
takt mit den Leitungsverbindungen 20. 

Das Substrat 17 nach Fig. 1 ist in die Nut 18 der 
Tragereinrichtung 15 hineinsteckbar. Mit dem Substrat 
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17 ist eine elektronische Einrichtung 22 verbunden, wo- 
bei Leitungsmuster 23 mil Kontaktflachen 23A auf bei- 
den Hauptflachen des Substrats 17 und entlang einer 
gemeinsamen Substrat-Stirnkante vorhanden sind. Die 
Leitungsmuster 23 konnen wenigstens zum Teil mit der 5 
elektronischen Einrichtung 22 verbunden sein. 

Die Fig. 3 zeigt einen Zustand, bei dem das Substrat 
17 mit der Tragereinrichtung 15 verbunden ist. Dort ist 
mit anderen Worten das Substrat 17 in die Nut 18 hin- 
eingesteckt worden. Nach Einfuhren des Substrats 17 in 10 
die Nut 18 der Tragereinrichtung 15 werden ein visko- 
ses Ldtmitte! oder ein leitfahiger Kleber 24 in die An- 
schluB-Durchgangsoffnungen 21 hineingefullt bzw. hin- 
eingegossen. Dadurch wird sowohl eine elektrische Ver- 
bindung als auch eine feste mechanische Verbindung 15 
zwischen den AnschluB-Durchgangsoffnungen 21 einer- 
seits und den Kontaktflachen 23A andererseits erhalten, 
die auf dem Substrat 17 liegen. Gleichzeitig ergibt sich 
eine einwandfreie elektrische Verbindung zwischen den 
Leitungsverbindungen 20 und den Kontaktflachen 23A 20 
der Leitungen 23. Anstelle des Lotmittels bzw. des leit- 
fahigen Klebers konnen auch Stifte oder dergleichen 
fest in die AnschluB-Durchgangsoffnungen 21 einge- 
setzt werden, um das Substrat 17 in der maulartigen 
Ausnehmung bzw. der Nut 18 fest zu positionieren. Da- 25 
bei konnen die Stifte auch elektrisch leitend sein. 

Es sei noch darauf hingewiesen, daB die mittlere Ke- 
ramikschicht B mit einem oder mehreren Durchgangs- 
kanalen versehen sein kann, die in Dickenrichtung der 
Schicht verlaufen, um elektrisch leitende Verbindungen 30 
zwischen den Leitungen 16 und den Leitungen 20 her- 
stellen zu konnen, die sich an verschiedenen Seiten der 
Keramikschicht B befinden. So liegen die Bondleitungen 
16 zwischen dem CCD-Sensor 8 und der Keramik- 
schicht B auf einer Seite, wahrend die Leitungen 20, die 35 
sich auf der Oberflache der ersten Schicht A befinden, 
der anderen Seite der Schicht B zugewandt sind. 

Die Keramikschichten A, Bund C lassen sich mit den 
jeweiligen Leitungsmustern z. B. im Rohzustand be- 
drucken, aufeinanderschichten und anschlieBend sin- 40 
tern. 

Die Fig. 1(b) zeigt den Montageendzustand eines 
elektronischen Endoskops, das eine Leiterplattenein- 
richtung nach einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung 
fUr einen Festkorper-Bildsensor tragt. Das elektroni- 45 
sche Endoskop ist in diesem Fall ein solches vom Direkt- 
beobachtungstyp oder vom Horizontaltyp. Da bei die- 
sem Ausfuhrungsbeispiel ein Prisma 7 verwendet wird, 
wird das durch den CCD-Sensor 8 aufgenommene Bild 
seiten verkehrt erzeugt. Das Substrat 17 ist daher so mit 50 
der Tragereinrichtung 15 verbunden. daB das gespiegel- 
te Bild korrigiert wird (verbunden mit der oberen Seite 
nach unten). Fur den Fall eines elektronischen Endo- 
skops mit seitlichem Beobachtungsfeld, bei dem kein 
Prisma 7 zum Einsatz kommt, sind die obere Flache und 55 
die untere Flache des Substrats 17 gegenuber dem in 
Fig. 1(b) gezeigten Ausfuhrungsbeispiel vertauscht Je 
nach Typ des elektronischen Endoskops braucht das 
Substrat 17 also nur umgedreht zu werden, um fur eine 
seitengetreue Bilderzeugung zu sorgen. 60 

Beim oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel, bei 
dem das Substrat 17 in die Tragereinrichtung 15 hinein- 
gesteckt ist, kommt das Substrat 17 im Dickenbereich 
der Tragereinrichtung 15 zu liegen. Im Vergleich zur 
konventionellen Leiterplatteneinrichtung nach Fig. 5 65 
laBt sich daher der Durchmesser des Endoskops um die 
Dicke des Substrats 10 bei der herkommlichen Leiter- 
platteneinrichtung reduzieren. Daruber hinaus konnen 
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beim erfindungsgemaBen Aufbau die Tragereinrichtung 
15, die den CCD-Sensor 8 tragt, und das Substrat 17 
getrennt voneinander gehandhabt werden, so daB es 
moglich ist, auch ein Substrat eines anderen Typs mit 
der Tragereinrichtung 15 zu verbinden. Beispielsweise 
ist es sehr einfach, statt des bisher beschriebenen Sub- 
strats 17 ein L-formiges Substrat mit der Tragereinrich- 
tung 15 zu verbinden, wie unter Bezugnahme auf die 
Fig. 4 nachfolgend beschrieben wird. 

Die Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel ei- 
ner Leiterplatteneinrichtung nach der Erfindung fur ei- 
nen Festkorper-Bildsensor und zwar in Verbindung mit 
einem elektronischen Endoskop vom Direktbeobach- 
tungs- und Elevationstyp. Bei dem in Fig. 4 gezeigten 
Aufbau kommt kein Prisma zum Einsatz, so daB die den 
CCD-Sensor 8 tragende Tragereinrichtung 15 iiber das 
Abdeckglas 14 direkt mit dem optischen System ver- 
bunden ist, welches das Objektiv 5 enthalt. 

Ein L-formiges Substrat 25 ist in die maulartige Aus- 
nehmung bzw. Nut 18 passend hineingesteckt, um eine 
elektrische Verbindung zwischen dem L-formigen Sub- 
strat 25 und dem Nutteil 18 zu erzielen. Mit dem L-for- 
migen Substrat 25 sind an dessen Ruckseite Signallei- 
tungen 11 verbunden. Da vorliegend kein Prisma ver- 
wendet wird, erfolgt auch keine Bildumkehr, so daB das 
Substrat 25 nicht mit seiner oberen Seite nach unten 
gedreht zu werden braucht. Bei dem in Fig. 4 gezeigten 
Zustand, bei dem das L-formige Substrat 25 mit der 
Tragereinrichtung 15 verbunden ist, sind die obere Fla- 
che und die untere Flache des Substrats gegenuber de- 
nen beim Substrat 17 nach Fig. 1(b) vertauscht. Bei ei- 
nem Endoskop vom Elevationstyp mit seitlichem Beob- 
achtungsfeld, bei dem ein Prisma zum Einsatz kommt, 
sind die obere Flache und die untere Flache des L-formi- 
gen Substrats 25 gegenuber denjenigen in Fig. 4 ver- 
tauscht. 

Entsprechend der obigen Beschreibung ist es bei der 
vorliegenden Erfindung moglich, die Tragereinrichtung 
15 getrennt vom Substrat 17 bzw. 25 zu verwenden, so 
daB gewunschte Leiterplatteneinrichtungen in einfacher 
Weise hergestellt werden konnen, und zwar in Oberein- 
stimmung mit der Struktur eines elektronischen Endo- 
skops vom Horizontaltyp, vom Elevationstyp, vom Di- 
rektbeobachtungstyp, vom Seitenbeobachtungstyp, und 
dergleichen. Auch eine Anderung der Spezifikation 
kann sehr einfach vorgenommen werden. Da das Sub- 
strat in die maulartige Ausnehmung bzw. Nut der Tra- 
gereinrichtung hineingesteckt wird, laQt sich daruber 
hinaus der Durchmesser des Endoskops reduzieren. und 
zwar um die Dicke desjenigen Substrats. das beim her- 
kommlichen Endoskop verwendet wurde. 

Patentanspriiche 

1. Leiterplatteneinrichtung mit einer Tragereinrich- 
tung (15), die einen an einem Ende eines elektroni- 
schen Endoskops (1) positionierten Festkorper- 
Bildsensor (8) tragt, gekennzeichnet durch: 

— ein Substrat (17; 25), das auf seinen beiden 
Seitenflachen ein Leitungsmuster (23, 23A) 
tragt. 

— eine solche Tragereinrichtung (15), die an 
ihrem einen Ende eine maulartige Ausneh- 
mung bzw. Nut (18) aufweist, in die das Sub- 
strat (17; 25) einsteckbar ist, und 

— Verbindungskontakte (21, 24) an der oberen 
und unteren Flache der maulartigen Ausneh- 
mung bzw. Nut (18) zum Verbinden von Sub- 
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strat(17;25)und Tragereinrichtung (15). 

2. Leiterplatteneinrichtung nach Anspruch l t da- 
durch gekennzeichnet, daB das Substrat (17; 25) mit 
seiner oberen Seite nach unten in die maulartige 
Ausnehmung bzw. Nut (18) der Tragereinrichtung 5 
(15) hineingesteckt ist, urn Videosignale bei seiten- 
verkehrter Abbildung eines Bilds auf dem Festkor- 
per-Bi!dwandler (8) ausgeben zu konnen. 

3. Leiterplatteneinrichtung nach Anspruch t oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB jeder Verbindungs- 10 
kontakt (21, 24) der Tragereinrichtung (15) eine 
Durchgangsoffnung (21) aufweist, in die ein Lotmit- 
tel oder ein elektrisch leitender Kleber hineinge- 
fullt ist, um das Substrat (17; 25) mit der Tragerein- 
richtung (15) zu verbinden. 15 

4. Leiterplatteneinrichtung nach Anspruch 1,2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die Tragereinrich- 
tung (15) aus drei aufeinander liegenden Schichten 
(A, B, C) besteht, von denen die mittlere (B) an einer 
Seite kiirzer ais die anderen (A, C) ist. 20 

5. Leiterplatteneinrichtung nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die mittlere Schicht (B) 
eine Vertiefung (15 A) zur Aufnahme des Festkdr- 
per-Bildsensors (8) aufweist und die obere Schicht 
(A) im Bereich des Festkorper-Bildsensors (8) ent- 25 
fernt ist. 

6. Leiterplatteneinrichtung nach Anspruch 4 oder 5, 
dadurch gekennzeichnet, daB Leitungen (20) zwi- 
schen den jeweiligen Schichten (A, B bzw. B, C) 
verlaufen und an den Innenflachen von oberer (C) 30 
und unterer Schicht (A) bis in den Bereich der Ver- 
bindungskontakte (21, 24) gefuhrt sind. 

7. Leiterplatteneinrichtung nach einem der Anspru- 
che 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schichten (A, B, C) Keramikschichten sind- 35 

8. Leiterplatteneinrichtung nach einem der Anspru- 
che 4 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB die Lei- 
tungen (20) auf die Schichten (A t B, C) aufgedruckt 
sind. 

9. Leiterplatteneinrichtung nach Anspruch 7 oder 8, 40 
dadurch gekennzeichnet, daB die Keramikschich- 
ten (A, B, C) einstuckig miteinander verbunden sind. 
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